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3. Symposium Elektronik und Systemtechnik 2022

Elektronik und Elektrotechnik bilden die Grundlage fur
technologische Trends wie Automatisierung, Industrie 4.0,
autonomes Fahren oder generell fur die Digitalisierung. Das
,3. Symposium Elektronik und Systemintegration (ESI)* am
06. April 2022 stellt aktuelle Erkenntnisse und Entwicklungen
aus Wissenschaft und Praxis in den Mittelpunkt und bietet eine
branchen- und technologielbergreifende Experten-Plattform
zum technologischen Austausch und zum Netzwerken.

Wi

In zwei Plenarvortragen sowie in 21 Fachvortragen in zwei parallelen Sessions werden
Experten/-innen aus Wissenschaft und Industrie neueste Produkte und Erkenntnisse
prasentieren. Die Bandbreite der Beitrage reicht von Fragestellungen in der Aufbau-
und Verbindungstechnik Uber innovative Sensorik-Konzepte bis hin zu Lésungen fur
verteilte und vernetze Systeme sowie Themen der gedruckten Elektronik. Parallel zu
den Vortragen konnten von den Referenten/innen bisher unveroéffentlichte Themen als
wissenschaftlich ausgearbeitete Beitrage eingereicht werden. Dieser Tagungsband
umfasst 15 Beitrage, die den Teilnehmern/-innen zur Verfugung gestellt und in der
OPUS-Datenbank uber die Deutsche Nationalbibliothek online publiziert werden. Fur
die Qualitat der Beitrage sorgte der Auswahlprozess durch das Fachkomitee, beste-
hend aus Experten/-innen aus Wissenschaft und Praxis.

Wir haben uns aufgrund der weiterhin angespannten Corona-Situation und mit Ruck-
sicht auf unser aller Gesundheit entschlossen, das Symposium online, in einer rein
digitalen Form, durchzuflhren. Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, da ge-
rade das Netzwerken mit einem personlichen ,Face-to-Face-Austausch® einen wert-
vollen Bestandteil der Veranstaltung darstellt. Doch hoffen wird, dass wir im online-
Format, mit dem neuen Programmpunkt ,Meet the Scientist®, bei dem nach jeder Ses-
sion die Referenten/-innen flr Fragen und Diskussionen zur Verfigung stehen, und
dem Vorteil einer kostenfreien Teilnahme, wieder einen weiten Kreis an Fachexperten/
-innen flr das Symposium interessieren kdnnen. Auf die begleitende Fachausstellung,
die bisher eine weitere Gelegenheit bot, sich Uber Neuheiten zu informieren und in
Kontakt zu kommen, sowie auf die Postersession mussen wir in diesem Jahr leider
verzichten.

Die Veranstaltung wird vom Forschungsschwerpunkt Elektronik und Systemintegration
und dem Cluster Mikrosystemtechnik der Hochschule Landshut organisiert und durch-
gefuhrt. Das Symposium findet im Turnus von zwei Jahren statt. Zusammen mit unse-
ren Partnern, bei denen wir uns herzlich fiir ihre Unterstitzung bedanken, wollen wir
den fachlichen Austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft sowie zwischen Kun-
den und Anwendern in den Mittelpunkt stellen.
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Nutzen Sie das Symposium, das lhnen aktuelles Wissen und Diskussionen Uber die
Herausforderungen, Trends und Entwicklungen rund um die Themenfelder der
Elektrotechnik bietet, auch als wertvolle Plattform fur den Aufbau neuer und die Pflege
bestehender Geschaftsbeziehungen. Wir freuen uns, Sie beim 3. Symposium ESI der
Hochschule Landshut begrif3en zu durfen.

Prof. Dr. Artem lvanov
Leiter Forschungsschwerpunkt Elektronik und Systemintegration
Cluster Mikrosystemtechnik, Hochschule Landshut
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